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Foreword

The text of the International Standard IEC 60603-1:1991 and its amendment 1:1992,
prepared by SC 4813, Connectors, of IEC TC 48, Electromechanical components and
mechanical structures for electronic equipment, was submitted to the formal vote and was
approved by CENELEC as EN 60603-1 on 1998-01-01 without any modification.

The following dates were fixed:

- latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement	 (dop) 1998-12-01

- latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn 	 (dow) 1998-12-01

Annexes designated "normative" are part of the body of the standard.
Annexes designated "informative" are given for information only.
In this standard, annexes A and ZA are normative and annex B is informative.
Annex ZA has been added by CENELEC.

EndorsemeAt notice

The text of the International Standard IEC 60603-1:1991 and its amendment 1:1992, was
approved by CENELEC as a European Standard without any modification.
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Annex ZA (normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and
the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or
revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated
in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication
referred to applies (including amendments).

NOTE: When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the
relevant EN/HD applies.

Publication	 Year	 Title	 EN/HD	 Year

IEC 60027	 series Letter symbols to be used in electrical 	 HD 245	 series
technology

IEC 60050(581) 1978	 International Electrotechnical
Vocabulary (1EV)
Chapter 581: Electromechanical
components for electronic equipment

IEC 60068-1	 1988	 Environmental testing
Part 1: General and guidance

IEC 60410	 1973 Sampling plans and procedures for
inspection by attributes

IEC 60512-1 1984 2)  Electromechanical components for
electronic equipment - Basic testing
procedures and measuring methods
Part 1: General

IEC 60512-2	 1985	 Part 2: General examination, electrical
continuity and contact resistance tests,
insulation tests and voltage stress tests

IEC 60512-3
	

1976	 Part 3: Current-carrying capacity tests

IEC 60512-4
	

1976	 Part 4: Dynamic stress tests

IEC 60512-5
	

1977	 Part 5: Impact tests (free components),
static load tests (fixed components),
endurance tests and overload tests

IEC 60512-6	 1984	 Part 6: Climatic tests and soldering tests

IEC 60512-7	 1988	 Part 7: Mechanical operating tests and
sealing tests

EN 60068-1 1)	1994

1) EN 60068-1 includes the corrigendum October 1988 and A1:1992 to lEO 60068-1.
2) IEC 60512-1:1994 is harmonized as EN 60512-1:1994.
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Publication	 Year	 Title	 EN/HD	 Year

fEC 60512-8	 1984 Part 8: Connector tests (mechanical) and 	 -	 -
mechanical tests on contacts and
terminations

IEC 60617	 series Graphical symbols for diagrams	 EN 60617	 series

IEC QC 001002 1986 Rules of procedure of the IEC Quality 	 -
Assessment System for Electronic
Components (IECQ)

ISO 129	 1985 Technical drawings - Dimensioning - General -
principles, definitions, methods of execution
and special indications

ISO 286-1	 1988 ISO system of limits and fits 	 EN 20286-1
	 1993

Part 1: Bases of tolerances, deviations and
fits

ISO 286-2	 1988 Part 2: Tables of standard tolerance grades	 EN 20286-2	 1993
and limit deviations for holes and shafts

ISO 1000	 1981	 SI units and recommendations for the use of -
their multiples and of certain other units

0
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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

• Bulletin de la CEI

• Annuaire de la CEI
Publié annuellement

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera à la CEI 50: Vocabulaire E/ectrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur
consultera:

— la CEI 27: Symboles littéraux à utiliser en
électro-technique;

— la CEI 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEI 617: Symboles graphiques pour schémas;

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin
de cette publication, qui énumèrent les publications de la
CEI préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

• IEC Bulletin

• IEC Yearbook
Published yearly

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— I EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— I EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— IEC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— I EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES INFÉRIEURES À 3 MHz
POUR UTILISATION AVEC CARTES IMPRIMÉES

Partie 1: Spécification générique - Prescriptions générales et
guide de rédaction des spécifications particulières,

avec assurance de la qualité

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses
recommandations.

La présente partie de la Norme internationale CEI 603 a été établie par le Sous-
Comité 48B: Connecteurs, du Comité d'Etudes n° 48 de la CEI: Composants électro-
mécaniques pour équipements électroniques.

Elle constitue la deuxième édition de la CEI 603-1 et remplace la première édition parue
en 1981.

Le texte de cette partie est basé sur la première édition et est issu des documents
suivants:

Règle des Six Mois Rapports de vote

48B(BC)160 48B(BC)168
48B(BC)187 48B(BC)195

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti à l'approbation de cette partie.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz
FOR USE WITH PRINTED BOARDS

Part 1: Generic specification - General requirements and
guide for the preparation of detail specifications,

with assessed quality

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latter.

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no
responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

This part of International Standard IEC 603 has been prepared by Sub-Committee 48B:
Connectors, of IEC Technical Committee No. 48: Electromechanical components for elec-
tronic equipment.

It forms the second edition of IEC 603-1 and supersedes the first edition issued in 1981.

The text of this part is based on the first edition and the following documents:

Six Months' Rule Reports on Voting

48B(CO)160 48B(CO)168
48B(CO)187 48B(CO)195

Full information on the voting for the approval of this part can be found in the Voting
Repo rts indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES INFÉRIEURES À 3 MHz
POUR UTILISATION AVEC CARTES IMPRIMÉES

Partie 1: Spécification générique - Prescriptions générales et
guide de rédaction des spécifications particulières,

avec assurance de la qualité

SECTION 1 - DOMAINE D'APPLICATION ET OBJET

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 603 est applicable aux connecteurs pour cartes imprimées
prévus pour être utilisés dans les équipements de télécommunications, de traitement
électronique de données et dans les dispositifs ou équipements électroniques employant
des techniques similaires. Cette spécification générique doit être utilisée conjointement
avec les spécifications particulières correspondantes.

Les connecteurs essentiellement prévus pour être utilisés aux fréquences supérieures à
3 MHz ne sont pas concernés.

L'objet de la présente partie de la CEI 603 est de définir des prescriptions uniformes pour
les spécifications, les essais de types et les procédures d'assurance de la qualité des
connecteurs pour utilisation avec cartes imprimées ainsi que des règles pour la rédaction
des spécifications particulières pour des connecteurs sous assurance de la qualité.

En cas de désaccord entre cette spécification générique et la spécification particulière, les
prescriptions de la spécification particulière prévaudront.

SECTION 2 - GÉNÉRALITÉS

2 Documents de référence

Cette spécification générique doit s'utiliser avec les publications suivantes. Les unités,
symboles graphiques et alphabétiques seront choisis si possible dans les publications
indiquées ci-dessous:

CEI 27, Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique.

CEI 50(581): 1978, VEI - Chapitre 581: Composants électromécaniques pour équipements
électroniques.

CEI 68-1: 1988, Essais d'environnement. Première partie: Généralités et guide.

CEI 410: 1973, Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.

CEI 512-1: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: pro-
cédures d'essai de base et méthodes de mesure. Première partie: Généralités.

CEI 512-2: 1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Deuxième partie: Examen général,
essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de
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CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz
FOR USE WITH PRINTED BOARDS

Part 1: Generic specification - General requirements and
guide for the preparation of detail specifications,

with assessed quality

SECTION 1 – SCOPE AND OBJECT

1 Scope and object

This part of IEC 603 is applicable to printed board connectors designed for use in
equipment for telecommunication and electronic data processing and in electronic equip-
ment or devices employing similar techniques. This generic specification shall be used in
conjunction with the relevant detail specification(s).

Connectors essentially for applications at frequencies exceeding 3 MHz are not covered
by this generic specification.

The object of this part of IEC 603 is to establish uniform specifications, type test
requirements and quality assessment procedures for connectors for use with printed
boards and to establish rules for the preparation of detail specifications for connectors of
assessed quality.

In the event of conflict between this generic specification and the detail specification, the
requirements of the detail specification shall prevail.

SECTION 2 – GENERAL

2 Related documents

This generic specification shall be used in conjunction with the following publications.
Units, graphic symbols and letter symbols shall be used whenever possible in accordance
with the requirements of the publications listed below.

IEC 27, Letter symbols to be used in electrical technology.

IEC 50(581): 1978, /EV - Chapter 581: Electromechanical components for electronic
equipment.

IEC 68-1: 1988, Environmental testing - Part 1: General and guidance.

IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes.

IEC 512-1: 1984, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods. Pa rt 1: General.

IEC 512-2: 1985, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods - Part 2: General examination, electrical continuity
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CEI 512-3: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d'essai de base et méthodes de mesure - Troisième partie: Essais de courant limite.

CEI 512-4: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d'essai de base et méthodes de mesure - Quatrième partie: Essais de contraintes
dynamiques.

CEI 512-5: 1977, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d'essai de base et méthodes de mesure - Cinquième partie: Essais d'impact
(composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais
d'endurance et essais de surcharge.

CEI 512-6: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d'essai de base et méthodes de mesure - Sixième partie: Essais climatiques et
essais de soudure.

CEI 512-7: 1988, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d'essai de base et méthodes de mesure - Septième partie: Essais de fonction-
nement mécanique et essais d'étanchéité.

CEI 512-8: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d'essai de base et méthodes de mesure - Huitième partie: Essais mécaniques des
connecteurs, des contacts et des sorties.

CEI 617, Symboles graphiques pour schémas.

QC 001002: 1986, Règles de procédure du Système CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).

ISO 129: 1985, Dessins techniques - Cotation - Principes généraux, définitions, méthodes
d'exécution et indications spéciales.

ISO 286-1: 1988, Système ISO de tolérances et d'ajustements - Partie 1: Base des tolé-
rances, écarts et ajustements.

ISO 286-2: 1988, Système ISO de tolérances et d'ajustements - Partie 2: Tables des
degrés de tolérance normalisés et des écarts limites des alésages et des arbres.

ISO 1000: 1981, Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de
certaines autres unités.

2.1 Terminologie

La terminologie applicable à la présente partie de la CEI 603 fait l'objet de la CEI 50(581).

Pour les besoins de cette norme, les termes et définitions supplémentaires suivants sont
applicables:

2.1.1 type: Connecteurs à l'intérieur d'une sous-famille particulière, par exemple des
connecteurs encartables (une partie) connecteurs enfichables (deux parties).

2.1.2 modèle: Connecteur particulier faisant partie d'un type.

2.1.3 variante: Variations à l'intérieur d'un type et d'un modèle, ou à l'intérieur d'un
groupe de connecteurs apparentés.
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IEC 512-3: 1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods - Part 3: Current-carrying capacity tests.

IEC 512-4: 1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods - Pa rt 4: Dynamic stress tests.

IEC 512-5: 1977, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods - Pa rt 5: Impact tests (free components), static load
tests (fixed components), endurance tests and overload tests.

IEC 512-6: 1984, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods - Pa rt 6: Climatic tests and soldering tests.

IEC 512-7: 1988, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods - Pa rt 7: Mechanical operating tests and sealing tests.

IEC 512-8: 1984, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods - Part 8: Connector tests (mechanical) and mecha-
nical tests on contacts and terminations.

IEC 617, Graphical symbols for diagrams.

QC 001002: 1986, Rules of procedure of the IEC quality assessment system for electronic
components (IECQ).

iSO 129: 1985, Technical drawings - Dimensioning - General principles, definitions,
methods of execution and special indications.

ISO 286-1: 1988, ISO system of limits and fits - Part 1: Bases of tolerances, deviations
and fits.

ISO 286-2: 1988, ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance
grades and limit deviations for holes and shafts.

ISO 1000: 1981, SI units and recommendations for use of their multiples and of certain
other units.

2.1 Terminology

The terminology used in and applicable to this pa rt of IEC 603 is included in IEC 50(581).

For the purpose of this standard, the following additional terms and definitions shall apply:

2.1.1 type: Connectors within a particular sub-family, such as one part connectors
(edge-socket connectors), two-part connectors.

2.1.2 style: A particular connector within a type.

2.1.3 variant: Variations within a type and style, or within a group of related connectors.
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